Streszczenie

Zbyt wysoka temperatura stanowi przyczyn¢ ponad 50% notowanych awarii
w komponentach  elektronicznych. Aby temu zapobiec, potrzebne jest efektywne
odprowadzanie nadmiernego ciepta z elementoéw zagrozonych. W tym zadaniu wazna rolg
odgrywaja materialy termoprzewodzace, stanowigce o poprawnym styku cial elementow
stanowigcych uktad odprowadzania ciepta. W ramach niniejszej pracy doktorskiej opracowano

oraz scharakteryzowano konkurencyjny kompozyt termoprzewodzacy.

Zostala takze zaproponowana jego przykladowa aplikacja oraz przeprowadzono
wstgpne  badania ilustrujgce  efektywno$¢ kompozytu w  proponowanej aplikacji.
Kompozyt zostal wybrany spos$réd wszystkich kompozytow opracowanych i zbadanych
w ramach niniejszej rozprawy. Kompozyt bazuje na polaczeniu kauczuku silikonowego
(RTV -2) w roli macierzy oraz nano-/micro- frakcji srebra (nAgtoSF), stanowiacej 50%wt.
calej struktury jako substancji aktywnej. Wymienione skladniki znajduja sie na stanie
magazynowym partnera przemystowego, jako produkty nie stanowiace dla niego dodatkowego
obcigzenia finansowego, badz jako odpady poprodukcyjne. Kompozyt nAgtoSF 50% zostal
stworzony z wykorzystaniem infrastruktury bedacej na wyposazeniu partnera. W ramach
niniejszej pracy wyznaczono dynamiczny wspotczynnik lepkosci (19,21 Pa*s), modut Younga
(4.952 MPa), cieplo wlasciwe (1113 J/kgK), dyfuzyjnosé termiczna (1,51*107 m%/s),
rezystywno$é (6,2*¥10% Qm), przewodnosé cieplng (0,26 W/mK) oraz kontaktowy opor
termiczny w pracy zestyku (0,008 m’K/W) opracowanego kompozytu. Okreslono jego

odpornos¢ na dziatanie podwyzszonych (+100°C) oraz obnizonych (-40°C) temperatur.

Jako przykiadows aplikacj¢ wskazano wykorzystanie kompozytu w budowie i poprawie
pracy modutéw termoelektrycznych. Po zastosowaniu kompozytu nAgtoSF 50%

zaobserwowano wzrost napigcia generowanego przez modut o 130%.

Stowa kluczowe: nanoczgstki, grafen, srebro. materiaty termoprzewodzace, przewodnictwo
cieplne, wspoélczynnik przewodzenia ciepla, badania starzeniowe, recykling nano

i mikroczastek.



